智慧半導體及永續製造學院-半導體封測學位學程
應徵者個人資料表
1、 基本資料    　               　   填表日期：     年    月    日
	中文姓名
	
	英文姓名
	
	請附2吋

正面半身照片

	應徵職級
	□ 教授　□副教授

□ 助理教授
	性　　別
	□男  □女
	

	國　　籍
	
	出生日期
	年   月   日
	

	e-mail
	
	

	聯絡電話
	(公) (   )              (宅).(   )                   手機

	聯絡/住宅地址
	□□□-□□□



2、 學歷
	畢／肄業學校
	國別
	主修學門系所
	學位
	起訖年月

	
	
	
	博士
	_____/___ 至 ____ /___

	
	
	
	碩士
	_____/___ 至 ____ /___

	
	
	
	學士
	_____/___ 至 ____ /___


三、現職及經歷
	服務機關(含縣市)
	服務部門／系所
	職稱
	起訖年月

	
	
	
	____ / ____ (共    年)

	
	
	
	____ / ____ (共    年)

	
	
	
	____ / ____ (共    年)


四、推薦人
	
	姓名
	任職單位
	職稱
	關係
	可咨詢電話

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


五、研究專長(簡短中、英)
1.

2.

3.

六、可授課科目名稱
	
	科目名稱 (中、英)
	授課對象
	英文授課

	1
	
	□學、□碩、□博
	□可、□否

	2
	
	□學、□碩、□博
	□可、□否

	3
	
	□學、□碩、□博
	□可、□否

	4
	
	□學、□碩、□博
	□可、□否

	5
	
	□學、□碩、□博
	□可、□否


七、請簡述代表性研究成果(含實務應用)之個人重要貢獻。
八、近年內已出版或已被接受之最具代表性研究成果。
九、近年內獲獎情形及重要會議演講。
十、著作統計
1.期刊___篇、專利____篇、會議論文____篇、專書____本；

2.其他--

著作目錄 (請依科技部之個人著作目錄填寫方式填列。)
1) 期刊
1.

2) 專利
1.

3) 會議論文
1.

4) 專書
1.
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